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(WHEN VIEWED FROM THE SWITCH MOUNTING FACE)

PRINTED WIRING BOARD
MOUNTING PATTERN DIMENSION

プリント基板取り付け寸法図（20:1）
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2.＊＊と＊＊の中心をとおる直線をXXとし、＊＊の中心をとおりXXと直行する直線をYYとする。

1.XX,YYと当部品の基準線とする。

量産準備図面テストラン用

NOTE  1.TAPING SPECIFICATION TO BE ACCORDANCE WITH TSV-901.
注記　　テーピング包装仕様書は、TSV-901による。
　　　2.*DIMENSION IS WITHOUT THE REMAINDER OF THE GATE.
　　　　*寸法はゲート切断残りを除いた寸法とする。
　　　3.THE THICKNESS OF THE SOLDER STENCIL SHALL BE 0.08mm, AND THE OPENING RATIO OF THE 
　　　　SOLDER STENCIL TO A LAND PATTERN SHALL BE 70%
　　　　半田マスクの厚さは0.08mmとし、ランドパターンに対する半田マスクの開口率は70%とする。
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PRODUCT DRAWING(製品図)
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